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(54) Bezeichnung: Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung

(57) Hauptanspruch: Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung
(1) mit einer Indexeinheit (2) zur Beférderung einer Halblei-
terscheibe (10) von einer Kassette (21) zu einer Bela-
de-/Entladeeinheit (3), wobei die Belade-/Entladeeinheit (3)
der Weitergabe der Halbleiterscheibe (10) von der Inde-
xeinheit (2) zu einer Poliereinheit (4) und von der Polierein-
heit (4) zu einer Wascheinheit (5) dient, wobei die Polierein-
heit (4) zum Polieren der Halbleiterscheibe (10) dient und
die Wascheinheit (5) zum Waschen der Halbleiterscheibe
(10) nach dem Polieren dient, und mit Warteeinheiten (43),
wobei:

die Warteeinheiten (43) jeweils einen Halbleiterscheiben-
auflegetisch (431, 432) mit einer zweistufigen Oben-/Un-
ten-Struktur umfassen, um die von der Belade-/Entladeein-
heit (3) zum Polierkopf (42) oder vom Polierkopf (42) zur
Belade-/Entladeeinheit (3) transportierte Halbleiterscheibe
(10) zeitweilig darauf zu legen, und wobei sowohl der Halb-
leiterscheibenauflegetisch (431) der oberen Stufe als auch
der Halbleiterscheibenauflegetisch (432) der unteren Stufe
unabhangig voneinander gleiten kdnnen.
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Beschreibung
Stand der Technik

[0001] Diese Erfindung betrifft eine Halbleiterschei-
ben-Poliervorrichtung. Insbesondere betrifft diese Er-
findung eine Poliervorrichtung fir Halbleiterscheiben
("wafer"), welche chemisch-mechanische Poliervor-
gange (CMP) verwendet. Eine Halbleiterschei-
ben-Poliervorrichtung, wie sie gemal Stand der
Technik haufig verwendet wird, ist beispielsweise in
der EP 0 827 809 A1 beschrieben.

[0002] Die Miniaturisierung von ICs (integrierten
Schaltungen) hat in den letzten Jahren grof3e Fort-
schritte gemacht, und IC-Muster werden auf mehre-
ren Schichten gebildet. Die Oberflache der Schicht,
auf der ein solches Muster geformt wird, besitzt un-
vermeidlicherweise eine bestimmte UnregelmaRig-
keit. Bei der aus dem Stand der Technik bekannten
Technologie wird daher ein Muster auf der vorherge-
henden Schicht gebildet. Je gréRer die Anzahl der
Schichten und je geringer die Breite der Linien und
der Durchmesser der Lécher, um so schwieriger wird
es, zufriedenstellende Muster zu bilden und um so
wahrscheinlicher wird das Auftreten von Mangeln
und Defekten. Daher ist es allgemein Ublich, die
Oberflache einer Schicht, auf der ein Muster gebildet
wird, zu glatten, und danach das Muster auf der
nachsten Schicht zu bilden. Eine Halbleiterschei-
ben-Poliervorrichtung (CMP-Vorrichtung), welche
eine CMP-Methode verwendet, wird bislang zum Po-
lieren einer Halbleiterscheibe wahrend der Bildung
eines solchen IC-Musters verwendet.

[0003] In der Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung
gemal dem oben beschriebenen Stand der Technik
wurden die Schritte des Aufnehmens einzelner Halb-
leiterscheiben durch einen Kopf von einer Kassette,
in der sie gelagert sind, des Polierens und Waschens
der Halbleiterscheibe, des Entfernens der Halbleiter-
scheibe vom Kopf und des Einlegens der Halbleiter-
scheibe in die Kassette stolRweise durchgefihrt. Da-
her weist die herkémmliche Halbleiterscheiben-Po-
liervorrichtung das Problem eines geringen Durch-
satzes und somit einer niedrigen Produktivitat auf.

Aufgabenstellung

[0004] Angesichts der oben beschriebenen Proble-
me ist es daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung mit
verbessertem Durchsatz und héherer Produktivitat
zu schaffen.

[0005] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Auf-
gabe wird erfindungsgemaf gelést durch eine Halb-
leiterscheiben-Poliervorrichtung mit einer Indexein-
heit zur Beférderung einer Halbleiterscheibe von ei-
ner Kassette zu einer Belade-/Entladeeinheit, wobei
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die Belade-/Entladeeinheit der Weitergabe der Halb-
leiterscheibe von der Indexeinheit zu einer Polierein-
heit und von der Poliereinheit zu einer Wascheinheit
dient, wobei die Poliereinheit zum Polieren der Halb-
leiterscheibe dient und die Wascheinheit zum Wa-
schen der Halbleiterscheibe nach dem Polieren
dient, und mit Warteeinheiten, wobei die Warteeinhei-
ten jeweils einen Halbleiterscheibenauflegetisch mit
einer zweistufigen Oben-/Unten-Struktur umfassen,
um die von der Belade-/Entladeeinheit zum Polier-
kopf oder vom Polierkopf zur Belade-/Entladeeinheit
transportierte Halbleiterscheibe zeitweilig darauf zu
legen, und wobei sowohl der Halbleiterscheibenauf-
legetisch der oberen Stufe als auch der Halbleiter-
scheibenauflegetisch der unteren Stufe unabhangig
voneinander gleiten kénnen.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltung der vorliegenden
Erfindung sind Gegenstand der Unteransprtiche.

Ausfihrungsbeispiel

[0007] Die vorliegende Erfindung kann besser aus
der untenstehenden Beschreibung einer bevorzug-
ten Ausfuhrungsform der Erfindung sowie aus den
begleitenden Zeichnungen verstanden werden.

[0008] In den Zeichnungen ist:

[0009] Fig.1 eine schematische Draufsicht einer
Gesamtkonstruktion einer Halbleiterscheiben-Polier-
vorrichtung gemaR einer Ausfiihrungsform der vorlie-
genden Erfindung;

[0010] FEig. 2 eine Draufsicht einer Warteeinheit mit
einer zweistufigen Oben-/Unten-Struktur als Teil ei-
ner Poliereinheit der Halbleiterscheiben-Poliervor-
richtung der vorliegenden Erfindung;

[0011] FEig. 3 eine Schnittansicht in Langsrichtung
der Warteeinheit mit der in Fig. 2 gezeigten zweistu-
figen Oben-/Unten-Struktur;

[0012] Fig. 4 eine Seitenansicht der Warteeinheit
mit der in Fig. 2 gezeigten zweistufigen Oben-/Un-
ten-Struktur;

[0013] Fig.5 eine Ansicht, welche eine positions-
maRige  Beziehung zwischen einer  Spin-
del-Wascheinheit der Warteeinheit und einem Was-
serbehalter erklart;

[0014] Fig. 6 eine Schnittansicht in Langsrichtung
der Spindel-Wascheinheit gemaf der Erfindung, wel-
che an einem unteren Abschnitt der Warte-Einheit
angeordnet ist; und

[0015] Fig. 7 eine Draufsicht der in Fig. 6 darge-
stellten Spindel-Wascheinheit.
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[0016] Eine Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung
gemal einer bevorzugten Ausfiihrungsform der vor-
liegenden Erfindung wird nun unter Bezugnahme auf
die begleitenden Zeichnungen erklart.

[0017] Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht einer
Gesamtkonstruktion einer Halbleiterscheiben-Polier-
vorrichtung gemaf der vorliegenden Erfindung. Die
Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung 1 umfaldt funf
Einheiten, namlich eine Indexeinheit 2, eine Bela-
de-/Entladeeinheit 3, eine Poliereinheit 4, eine
Wascheinheit 5 und eine Elektroinstallationseinheit 6.
Befestigungsvorrichtungen befestigen diese Einhei-
ten jeweils individuell.

[0018] Die Indexeinheit 2 ist dermafien gestaltet,
daR eine Vielzahl an Kassetten 21 darin geladen wer-
den kann. Ein Roboter 22 ist so an der Indexeinheit 2
befestigt, dal® er die in den Kassetten 21 unterge-
brachten Halbleiterscheiben 10 herausnehmen und
sie zur Belade-/Entladeeinheit 3 tragen kann. Der Ro-
boter 22 nimmt die Halbleiterscheiben 10 nach dem
Polieren und Waschen von der Wascheinheit 5 in
Empfang und gibt sie in die jeweiligen Kassetten 21
zurtick.

[0019] Die Belade-/Entladeeinheit 3 umfaldt zwei
Transportroboter 31 und 32, namlich einen oberen
und einen unteren. Der Transportroboter 31 der obe-
ren Stufe wird zum Beladen verwendet, wahrend der
Transportroboter 32 der unteren Stufe zum Entladen
verwendet wird. Jede Halbleiterscheibe 10 aus der
Indexeinheit 2 wird zu einem Arm 33 des Transportro-
boters 31 der oberen Stufe geliefert. Ein nicht darge-
stellter Vor-Ausrichtetisch innerhalb der Belade-/Ent-
ladeeinheit 3 fuhrt die Zentrierung durch und die
Halbleiterscheibe 10 wird danach zur Poliereinheit 4
transportiert.

[0020] Die Poliereinheit 4 umfallt drei Platten 41
und zwei Polierkopfe 42. Eine Warteeinheit 43 mit ei-
nem Halbleiterscheibenauflegetisch mit einer zwei-
teiligen Oben-/Untenstruktur ist zwischen den einzel-
nen Platten angeordnet. Jede Halbleiterscheibe 10,
die zur Poliereinheit 4 Ubertragen wird, wird von den
Polierkdpfen 42 durch die Warteeinheit 43 zu den
Platten 41 beférdert und dort poliert. Nach dem Polie-
ren wird die Halbleiterscheibe 10 aus dem Transpor-
troboter 32 der unteren Stufe der Belade-/Entladeein-
heit wiederum durch die Warteeinheit 43 entnommen
und danach zur Wascheinheit 5 transportiert.

[0021] Nachdem der Waschvorgang abgeschlossen
ist, nimmt der Roboter 22 der Indexeinheit 2 die Halb-
leiterscheibe 10 in die Kassette 21 auf.

[0022] Die voranstehenden Absatze erklaren die
Grundlagen der Verarbeitungsschritte der in Fig. 1
gezeigten Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung 1.

[0023] Als nachstes wird die Konstruktion der Po-
liereinheit 4 als Merkmal der Halbleiterscheiben-Po-
liervorrichtung der vorliegenden Erfindung im Detall
unter Bezugnahme auf Fig. 2 bis Fig. 7 beschrieben.

[0024] Die Poliereinheit 4 umfaldt, wie voranstehend
beschrieben, die drei Platten 41 und zwei Polierkdpfe
42. Sowohl die rechte als auch die linke Platte 41 ver-
wenden die selbe Art der Schmirgelpulver-Emulsion,
wahrend die mittlere Platte eine andere Art der
Schmirgelpulver-Emulsion verwendet, so dal die Po-
liereigenschaften verandert werden kdnnen. Die Po-
lierkdpfe 42 zum Halten der Halbleiterscheibe 10
kénnen sich linear zwischen den Platten sowie nach
oben und nach unten bewegen.

[0025] Des weiteren ist die Poliereinheit 4 mit zwei
Warteeinheiten 43 zwischen den einzelnen Platten-
paaren 41 ausgestattet. Jede Warteeinheit 43 besitzt
einen Halbleiterscheibenauflegetisch mit einer zwei-
stufigen Oben-/Untenstruktur.

[0026] Wie in Fig. 2 und Fig. 3 dargestellt, umfaf3t
jede Warteeinheit 43 Halbleiterscheibenauflegeti-
sche 431 und 432 mit oberen und unteren Stufen. Je-
der Halbleiterscheibenauflegetisch ist Uber ein Ver-
bindungselement 433 mit einem stangenlosen Zylin-
der 434 verbunden. Daher kénnen sich die Halbleiter-
scheibenauflegetische 431 und 432 linear bewegen,
wenn der stangenlose Zylinder 434 diese antreibt.

[0027] Eine ringférmige Nut 435 ist an der Oberfla-
che des Halbleiterscheibenauflegetisches 431 der
oberen Stufe ausgebildet. Eine Wasserzufuhrpassa-
ge 436 ist innerhalb des Halbleiterscheibenauflegeti-
sches 431 der oberen Stufe so angeordnet, daf} sie
mit der Nut 435 kommuniziert, und sie ist mit einem
Wasserzufuhrventil 437 verbunden, das an der War-
teeinheit 43 angeordnet ist, wenn sich der Halbleiter-
scheibenauflegetisch 431 in die Beladeposition be-
wegt. Wenn daher die Halbleiterscheibe 10 auf den
Halbleiterscheibenauflegetisch 431 der oberen Stufe
gelegt wird und die Beladeposition erreicht, in wel-
cher der Polierkopf 42 die Halbleiterscheibe 10 halt,
flieRt Wasser aus der Nut des Halbleiterscheibenauf-
legetisches 431 und stitzt die Halbleiterscheibe 10.
In der Folge kann der Polierkopf 42 die Halbleiter-
scheibe 10 leicht halten. Anfanglich kann auch der
Halbleiterscheibenauflegetisch 432 der unteren Stufe
die selbe Konstruktion aufweisen, und der stangenlo-
se Zylinder 434 kann eine bekannte Bauart besitzen.

[0028] Eine Spindel-Wascheinheit 44, die in Fig. 6
und Fig. 7 dargestellt ist, befindet sich an der Polier-
einheit 4. Die Spindel-Wascheinheit 44 ist an einem
unteren Teil des Bewegungspfades des Halbleiter-
scheibenauflegetisches 431 Uber der Warteeinheit 43
angeordnet, wie dies aus Fig. 3 ersichtlich ist, um
Einbauplatz zu sparen. In anderen Worten ist ein
kreisférmiger Tank 441, der ausreichend grof} ist, da-
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mit der Polierkopf 42 als Spindel eintreten kann, un-
terhalb des Halbleiterscheibenauflegetisches 432 der
unteren Stufe an der Beladeposition des Halbleiter-
scheibenauflegetisches 431 angeordnet. Eine kreis-
férmige Burste 442, deren Durchmesser etwa die
Halfte des Durchmessers des Tanks 441 betragt, ist
exzentrisch relativ zum Tank 441 innerhalb dieses
Tanks 441 angeordnet. Des weiteren ist eine Trenn-
wand 443, die niedriger ist als die Hohe der Birste
442, innerhalb des Tanks 441 auf solche Weise ange-
bracht, dal sie den Blrstenabschnitt 442 trennt. Der
Tank 441 enthalt eine Vielzahl an Einspritzdisen 44,
um Wasser zur Waschoberflache eines jeden Polier-
kopfs 42 durch die Burste 442 einzuspritzen. Der
Tank 441 besitzt eine Wasserzufuhroffnung 445 und
eine WasserablaRo6ffnung 446 um seinen aufleren
Umfang herum, sowie ein ringférmiges Fuhrungsele-
ment 447, um die polierten Képfe 42 an der inneren
umfanglichen Oberflache zu fihren.

[0029] Ein Wasserbehalter 438, der zur endgultigen
Aufnahme des Waschwassers dient, ist unter der
Warteeinheit 43 der Poliereinheit 4 angeordnet, wie
dies in Eig. 5 dargestellt ist, und etwa in seiner Mitte
mit einem AblaRrohr 439 verbunden.

[0030] Die Poliereinheit 4 der Wasserpoliervorrich-
tung geman der vorliegenden Erfindung mit der oben
beschriebenen Konstruktion arbeitet auf folgende Art
und Weise.

[0031] Jede Halbleiterscheibe 10, die von der Bela-
de-/Entladeeinheit 3 zur Poliereinheit 3 transportiert
wird, wird zuerst auf den Halbleiterscheibenauflege-
tisch 431 der oberen Stufe der Warteeinheit 43 ge-
legt. Danach arbeitet der stangenlose Zylinder 434
und bewegt den Halbleiterscheibenauflegetisch 431,
welcher die Halbleiterscheibe 10 zu jener Position
(Beladeposition) transportiert, an der die Halbleiter-
scheibe 10 zum Polierkopf 42 befordert wird. Zu die-
sem Zeitpunkt wird der Halbleiterscheibenauflege-
tisch 431 mit dem Wasserzufuhrventil 437 verbun-
den, das an der Warteeinheit 43 vorhanden ist, und
Wasser fliel3t aus der Oberflache des Halbleiterschei-
benauflegetisches 431, auf welchem die Halbleiter-
scheibe 10 liegt, und hebt die Halbleiterscheibe 10
hoch. Jeder Polierkopf 42 senkt sich unter diesem
Zustand ab, nimmt die Halbleiterscheibe 10, halt die-
se und tragt die Halbleiterscheibe 10 auf die Platte
41, wo die Halbleiterscheibe 10 poliert wird.

[0032] Nachdem er die Halbleiterscheibe 10 herun-
tergebracht hat, kehrt der Halbleiterscheibenauflege-
tisch 431 in seine urspriingliche Position zurlick und
nimmt einen Wartezustand ein, um die nachste Halb-
leiterscheibe 10 aufzunehmen. Auf ahnliche Weise
arbeitet der stangenlose Zylinder 434 und bewegt
den Halbleiterscheibenauflegetisch 432 der unteren
Stufe der Warteeinheit, und der Halbleiterscheiben-
auflegetisch 432 der unteren Stufe stoppt an der Po-

sition (Entladeposition), an welcher er die polierte
Halbleiterscheibe 10 vom Polierkopf 42 aufnimmt.
Bei Empfang der polierten Halbleiterscheibe 10 vom
Polierkopf 42 kehrt der Halbleiterscheibenauflege-
tisch 432 der unteren Stufe in seine urspriingliche
Position zuriick. Die polierte Halbleiterscheibe 10
wird zur Belade-/Entladeeinheit 3 transportiert und
danach zur nachsten Wascheinheit 5 befordert.

[0033] Nachdem die Halbleiterscheibe 10 zum
Halbleiterscheibenauflegetisch 432 der unteren Stufe
transportiert wurde, senkt sich der Polierkopf 42 ab,
bis seine Oberflache mit der kreisférmigen Birste
442 des Spindel-Waschkopfs 44 in Berlhrung
kommt, nachdem sich der Halbleiterscheibenaufle-
getisch 432 der unteren Stufe bewegt hat, und der
Polierkopf 42 wird gewaschen. Die Einspritzdiuse 444
spritzt Waschwasser wahrend des Waschvorgangs
ein. Der so gewaschene Polierkopf 42 kann die
nachste Halbleiterscheibe 10 an der selben Position
halten.

[0034] Ein Betriebszyklus der Poliereinheit 4 wird
auf diese Weise ausgefiihrt. Dieselbe Operation wird
an einer anderen Warteeinheit 43 ausgefuhrt.

[0035] Wie voranstehend beschrieben umfallt die
Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung gemal der vor-
liegenden Erfindung die obere und untere Warteein-
heit mit zweistufiger Struktur, um die Halbleiterschei-
ben zeitweilig auf die Poliereinheit zu legen, und kann
somit den Durchsatz und die Produktivitat verbes-
sern.

[0036] Wenn der Halbleiterscheibenauflegetisch die
Halbleiterscheibe zum Polierkopf fuhrt, wird die Halb-
leiterscheibe vom Wasser gehalten. Infolgedessen
kann der Polierkopf die Halbleiterscheibe leicht hal-
ten. Da des weiteren die Spindel-Wascheinheit unter-
halb der Warteeinheit angeordnet ist, kann die Halb-
leiterscheiben-Poliervorrichtung sehr kompakt aus-
gefuhrt werden. Da die Vorrichtung die Halbleiter-
scheibe an der selben Position aufnehmen kann,
kann sie ohne Leerlaufzeit kontinuierlich arbeiten. Da
der Polierkopf immer dann auch gewaschen wird,
wenn auch die Halbleiterscheibe poliert wird, kann
die Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung das Glatten
und Polieren mit hoher Prazision ausfiihren.

[0037] Wenngleich die vorliegende Erfindung unter
Bezugnahme auf eine bestimmte Ausfihrung be-
schrieben wurde, die zum Zwecke der Veranschauli-
chung ausgewahlt wurde, sollte doch offensichtlich
sein, dal} zahlreiche Modifizierungen von Fachleuten
dieses Bereiches daran vorgenommen werden kon-
nen, ohne dadurch vom grundlegenden Konzept und
vom Umfang der Erfindung abzuweichen.
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Bezugszeichenliste

1 Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung

2 Indexeinheit

3 Belade-/Entladeeinheit

4 Poliereinheit

5 Wascheinheit

6 Elektroinstallationseinheit

21 Kassetten

22 Roboter

31,32 Transportroboter

41 Platten

42 Polierkopfe

43 Warteeinheit

431,432 Halbleiterscheibenauflegetische

433 Verbindungselement

434 Zylinder

435 Nut

436 Wasserzufuhrpassage

437 Wasserzufuhrventil

438 Wasserbehalter

439 Ablaflrohr

44 Spindel-Wascheinheit

441 Tank

442 Birste

443 Trennwand

444 Einspritzdiise

445 Wasserzufuhréffnung

446 Wasserablal36ffnung

447 Fihrungselement
Patentanspriiche

1. Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung (1) mit ei-
ner Indexeinheit (2) zur Beférderung einer Halbleiter-
scheibe (10) von einer Kassette (21) zu einer Bela-
de-/Entladeeinheit (3), wobei die Belade-/Entladeein-
heit (3) der Weitergabe der Halbleiterscheibe (10)
von der Indexeinheit (2) zu einer Poliereinheit (4) und
von der Poliereinheit (4) zu einer Wascheinheit (5)
dient, wobei die Poliereinheit (4) zum Polieren der
Halbleiterscheibe (10) dient und die Wascheinheit (5)
zum Waschen der Halbleiterscheibe (10) nach dem
Polieren dient, und mit Warteeinheiten (43), wobei:
die Warteeinheiten (43) jeweils einen Halbleiterschei-
benauflegetisch (431, 432) mit einer zweistufigen
Oben-/Unten-Struktur umfassen, um die von der Be-
lade-/Entladeeinheit (3) zum Polierkopf (42) oder
vom Polierkopf (42) zur Belade-/Entladeeinheit (3)
transportierte Halbleiterscheibe (10) zeitweilig darauf
zu legen, und wobei sowohl der Halbleiterscheiben-
auflegetisch (431) der oberen Stufe als auch der
Halbleiterscheibenauflegetisch (432) der unteren
Stufe unabhangig voneinander gleiten kénnen.

2. Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung (1) nach
Anspruch 1, wobei es sich bei dem Halbleiterschei-
benauflegetisch (431) der oberen Stufe der Warteein-
heit (43) um einen Nur-Beladen-Tisch handelt, um
die Halbleiterscheibe (10) zum Polierkopf (42) zu be-
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fordern, und wobei es sich bei dem Halbleiterschei-
benauflegetisch (432) der unteren Stufe der Warte-
einheit (43) um einen Nur-Entladen-Tisch handelt,
um die Halbleiterscheibe (10) nach dem Polieren
vom Polierkopf (42) aufzunehmen.

3. Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung (1) nach
Anspruch 1, wobei der Halbleiterscheibenauflege-
tisch (431) der oberen Stufe der Warteeinheit (43) mit
einem Wasserzufuhrrohr (436) kommuniziert, wenn
eine Position erreicht wird, an welcher der Halbleiter-
scheibenauflegetisch (431) die darauf liegende Halb-
leiterscheibe (10) zum Polierkopf (42) liefert, und ei-
nen Wasserfilm auf dem Halbleiterscheibenauflege-
tisch (431) der oberen Stufe der Warteeinheit (43) bil-
det, und die Halbleiterscheibe (10) aufschwimmen
laRt.

4. Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung (1) nach
Anspruch 2, wobei der Halbleiterscheibenauflege-
tisch (431) der oberen Stufe der Warteeinheit (43) mit
einem Wasserzufuhrrohr (436) kommuniziert, wenn
eine Position erreicht wird, an welcher der Halbleiter-
scheibenauflegetisch (431) die darauf liegende Halb-
leiterscheibe (10) zum Polierkopf (42) liefert, und ei-
nen Wasserfilm auf dem Halbleiterscheibenauflege-
tisch (431) der oberen Stufe der Warteeinheit (43) bil-
det und das Wasser tragt.

5. Halbleiterscheiben-Poliervorrichtung (1) nach
Anspruch 1, wobei an der Poliereinheit (4) weiters
eine Warteeinheit (43) mit Halbleiterscheibenauflege-
tischen (431, 432), welche eine zweistufige
Oben-/Untenstruktur besitzen und in der Lage sind,
unabhangig voneinander zu gleiten, vorhanden ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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Fig.4
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